超级陶璨装置-关键技术攻关项目
500 MHz常温高频腔研制
会议纪要
	会议编号：ADIV-RIRF-20250918M01

	会议名称
	常温高频腔项目内部工作例会
	主持人
	韦业龙

	会议时间
	2025年9月18日
16.30-17.30
	会议地点
	2号楼2层会议室

	与会人员
	唐靖宇（线上）、韦业龙、周泽然（线上）、孙立、王成哲、熊子彧、张超、王宏晋、黄鹏彬、张子硕

	请假
	

	会议议程
	1. 常温高频腔和低电平部分相关工作汇报
2. 会议总结

	会议内容及决议
	会议听取相关课题研究人员对目前研究进展做出汇报总结，形成如下工作部署：
课题组1（高频腔）：
1. 汇报了目前TM020型常温高频腔的研制进展，对主腔体调谐方式（腔体赤道半径b、端板距离gap、增加凸起bump、腔体三调谐器tuner）进行了详细研究。会议确定采用bump和b结合的方式，在未铣通法兰口时，b要留余量，避免冷测1发现频率低于499.7 MHz，同时在鼻锥面留bump。
2. 与厂家对接，确定冷测及我方介入时间，确保主腔体加工精度。
3. 目前加工厂家加工进入粗加工自然时效、精加工接口法兰、端板法兰下料阶段。拟下周派人去驻场，跟踪进度，确保项目按时完成。
4. 汇报了主腔体的MP情况，经讨论，将进行再次复核。
课题组2（低电平）：
1. 介绍了STCF零模反馈处理器的研制（Robinson不稳定性判断、抑制算法、处理器设计、反馈环路）以及高频系统连锁设计（初步调研了快慢连锁信号以及通道数目）。
2. 将继续进行连锁保护系统、商业FPGA板卡、嵌入式IOC及OPI等调研和设计工作。
3. 会议确定完成一套500MHz常温高频腔老炼平台的搭建。

	会议核签人
	韦业龙
	会议记录人
	孙立
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